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中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 

上海证券交易所《关于东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“意见落实函”）及中国证券监

督管理委员会《关于东芯半导体股份有限公司注册环节反馈问题》已收悉。 

东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯半导体”、“东芯股份”、“发行人”

或“公司”）会同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、

北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“发行人律师”）、立信会计师事务所（特

殊普通合伙）（以下简称“立信”或“发行人会计师”）等中介机构对审核问询函中

所提问题逐项核查，具体回复如下，请予审核。 
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说明 

如无特别说明，本回复使用的简称与《东芯半导体股份有限公司首次公开发

行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的释义相同。 

审核问询函所列问题 黑体 

对审核问询函问题的回复 宋体 

对招股说明书的修订、补充 楷体（加粗） 

在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍

五入所致。 
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问题 1 

1、申请材料显示，（1）发行人产品类别包括 NAND、NOR、DRAM 及 MCP

四种，报告期收入增长较快。（2）报告期第一大客户 A 销售收入增幅较大，其

子公司为发行人股东；（3）2020 年销售回款金额大幅提高。（4）发行人报告期

亏损的原因之一为成本不具备规模优势。（5）MCP 产品报告期各期毛利率仅分

别为 15.85%、3.37%和 6.94%。 

请发行人：（1）分产品补充说明发行人前五大客户名称、销售金额及占比；

（2）补充说明客户 A 通过入股供应商加强合作关系是否为行业惯例、是否为客

户 A 与供应商合作的常见方式；说明发行人产品与客户 A 其他供应商同类产品

是否存在显著差异，结合发行人与主要客户合作的背景、方式等，说明是否可

能出现因主要客户采购部门变动、调整而出现销量下滑的可能，客户 A 采购发

行人产品大幅增长是否与客户 A 子公司接洽入股存在直接关系，发行人在客户

A 相关产品采购体系中是否发生显著变化，说明其原因及合理性；（3）结合主要

客户说明 2020 年销售回款金额大幅提高的原因回款金额较大的客户情况；（4）

结合发行人营业成本中变动成本、固定成本主要内容，补充披露发行人报告期

亏损的原因之一为成本不具备规模优势的合理性；（5）补充披露发行人 MCP 产

品毛利率较低的原因；（6）发行人在对 Fidelix 首次增资时点对 Fidelix 实现控制

以及纳入合并报表范围是否符合企业会计准则规定。 

请保荐机构和会计师核查并发表明确意见。 

回复： 

（一）分产品补充说明发行人前五大客户名称、销售金额及占比； 

报告期内，发行人分产品的前五大客户名称、销售金额及占比情况如下： 

1、NAND 产品 

单位：万元 

2020 年度 

序号 客户名称 金额 
占 NAND 产品收入 

比例 

1 客户 A 18,956.99 47.59% 
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2 益登科技股份有限公司 2,626.12 6.59% 

3 MACNICA CYTECH LIMITED 2,383.15 5.98% 

4 百思威（香港）科技有限公司 1,582.26 3.97% 

5 增你強(香港)有限公司 1,493.50 3.75% 

合计  27,042.02  67.88% 

2019 年度 

序号 客户名称 金额 
占 NAND 产品收入 

比例 

1 客户 A 2,383.34  16.05% 

2 纳仕集团有限公司 2,377.74  16.02% 

3 J&G Global Limited 1,600.84  10.78% 

4 Pantek Global Corp. 1,483.04  9.99% 

5 益登科技股份有限公司 1,102.96  7.43% 

合计 8,947.92  60.27% 

2018 年度 

序号 客户名称 金额 
占 NAND 产品收入 

比例 

1 時騰科技有限公司 3,950.60  22.31% 

2 英唐科技（香港）有限公司 2,019.33  11.40% 

3 Hailinks Electronics 1,748.93  9.88% 

4 Kaan Technologies 1,464.90  8.27% 

5 
Hong Kong Zetta Device Technology 

LTD 
1,366.98  7.72% 

合计 10,550.74  59.58% 

2、NOR 产品 

单位：万元 

2020 年度 

序号 客户名称 金额 占 NOR 产品收入比例 

1 客户 B 11,127.85  60.95% 

2 客户 A 3,042.12  16.66% 

3 Samsung 635.41  3.48% 

4 香港昂威科技有限公司 551.30  3.02% 

5 益登科技股份有限公司 503.83  2.76% 

合计 15,860.51  86.87% 

2019 年度 

序号 客户名称 金额 占 NOR 产品收入比例 

1 客户 B 12,533.51  75.38% 
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2 Pantek Global Corp. 1,435.44  8.63% 

3 纳仕集团有限公司 1,312.70  7.90% 

4 TUNG LINK CO.,LIMITED 399.06  2.40% 

5 J&G Global Limited 229.30  1.38% 

合计 15,910.01  95.69% 

2018 年度 

序号 客户名称 金额 占 NOR 产品收入比例 

1 客户 B 6,386.02  65.72% 

2 Core (HK) Limited 995.26  10.24% 

3 CEAC INTERNATIONAL LTD 968.05  9.96% 

4 TUNG LINK CO.,LIMITED 389.79  4.01% 

5 Newtronics HangZhou Co.,Ltd 255.42  2.63% 

合计 8,994.54  92.56% 

3、DRAM 产品 

单位：万元 

2020 年度 

序号 客户名称 金额 
占 DRAM 产品收入

比例 

1 Sun Unique 690.42  14.73% 

2 Alliance Memory Inc. 636.24  13.58% 

3 Samsung 584.90  12.48% 

4 J&G Global Limited 446.99  9.54% 

5 AsteelFlash Suzhou Co. Ltd. 288.39  6.15% 

合计 2,646.94  56.48% 

2019 年度 

序号 客户名称 金额 
占 DRAM 产品收入

比例 

1 Hailinks Electronics 1,819.85  29.89% 

2 Samsung 793.86  13.04% 

3 Sun Unique 392.51  6.45% 

4 J&G Global Limited 346.68  5.69% 

5 Pintarmas Sdn. Bhd. 296.25  4.87% 

合计 3,649.15  59.94% 

2018 年度 

序号 客户名称 金额 
占 DRAM 产品收入

比例 

1 J&G Global Limited 797.86  11.66% 
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2 DCT Global Limited 729.32  10.66% 

3 Flextronics 682.35  9.98% 

4 時騰科技有限公司 654.22  9.56% 

5 Renesas Electronics Corporation 415.92  6.08% 

合计 3,279.67  47.94% 

4、MCP 产品 

单位：万元 

2020 年度 

序号 客户名称 金额 
占 MCP 产品收入比

例 

1 J&G Global Limited 3,174.38  23.89% 

2 Hailinks Electronics 3,022.65  22.75% 

3 Shinden Hightex Corp 1,352.68  10.18% 

4 Flextronics 788.63  5.94% 

5 BYD (H.K.) CO., LIMITED 756.87  5.70% 

合计 9,095.21  68.46% 

2019 年度 

序号 客户名称 金额 
占 MCP 产品收入比

例 

1 Hailinks Electronics 2,146.22  17.61% 

2 Flextronics 2,051.97  16.84% 

3 AI Microelectronics 1,399.21  11.48% 

4 Time Speed 1,252.72  10.28% 

5 
Inventec Appliances(Pudong) 

Corporation 
978.53  8.03% 

合计 7,828.65  64.24% 

2018 年度 

序号 客户名称 金额 
占 MCP 产品收入比

例 

1 Core (HK) Limited 5,255.40  31.47% 

2 J&G Global Limited 2,071.73  12.41% 

3 Time Speed 1,700.63  10.18% 

4 Flextronics 1,088.51  6.52% 

5 Samsung 825.04  4.94% 

合计 10,941.31  65.52% 
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（二）补充说明客户 A 通过入股供应商加强合作关系是否为行业惯例、是

否为客户 A 与供应商合作的常见方式；说明发行人产品与客户 A 其他供应商同

类产品是否存在显著差异，结合发行人与主要客户合作的背景、方式等，说明

是否可能出现因主要客户采购部门变动、调整而出现销量下滑的可能，客户 A

采购发行人产品大幅增长是否与客户 A 子公司接洽入股存在直接关系，发行人

在客户 A 相关产品采购体系中是否发生显著变化，说明其原因及合理性； 

1、补充说明客户 A 通过入股供应商加强合作关系是否为行业惯例、是否为

客户 A 与供应商合作的常见方式。 

客户 A 为全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，主要产品包

括通讯设备、消费电子、半导体、云计算等。在中美贸易摩擦的背景下，其致力

于培育本土的供应链体系，以抵御国际贸易摩擦所带来的不确定性，保障供应链

的稳定。因此客户 A 会通过入股供应商的方式强化合作关系，增强供应链的稳

定性。 

经公开资料查询，目前哈勃投资对外投资的企业如下： 

公司名称 主营业务 入股时间 

庆虹电子（苏州）有

限公司 

连接器专业制造商。专注于产品的设计、模具设

计制造、自动装配机设计制造、射出、冲压及自

动装配等 

2020 年 

云南鑫耀半导体材

料有限公司 

从事半导体材料砷化镓及磷化铟衬底（单晶片）

的研发、生产 
2021 年 

上海立芯软件科技

有限公司 
物联网 RFID 产品和解决方案提供商 2021 年 

湖北九同方微电子

有限公司 

掌握 EDA 核心技术，围绕射频集成电路设计全

流程的主要环节，专注于研发完整的“射频 EDA

系列软件” 

2020 年 

上海本诺电子材料

有限公司 

专业提供电子级粘合剂产品和解决方案的生产

商，产品广泛应用于电子组装和半导体封装领域 
2021 年 

北京晟芯网络科技

有限公司 

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技

术服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务；

应用软件服务 

2021 年 

常州富烯科技股份

有限公司 

专业从事石墨烯导热膜研发、生产和销售，为电

子、航空航天、医疗等行业提供高品质、经济化

的整套散热解决方案 

2020 年 

上扬软件（上海）有

限公司 

为半导体、光伏和 LED 等高科技制造业提供整

体解决方案的专业软件公司 
2021 年 

南京芯视界微电子

科技有限公司 

拥有先进的光电转换器件设计和单光子检测成

像技术，主营固态激光雷达芯片 
2020 年 

https://www.qcc.com/firm/cc3d4698a9d114e21d859cd26e755468.html
https://www.qcc.com/firm/cc3d4698a9d114e21d859cd26e755468.html
https://www.qcc.com/firm/a3d4b1da4607def2d8d875667cd73ced.html
https://www.qcc.com/firm/a3d4b1da4607def2d8d875667cd73ced.html
https://www.qcc.com/firm/1f17e3be4fd221dbd7645be5fc88300c.html
https://www.qcc.com/firm/1f17e3be4fd221dbd7645be5fc88300c.html
https://www.qcc.com/firm/5bcb2fa3f7aeac18fa5ad8c2f4c06079.html
https://www.qcc.com/firm/5bcb2fa3f7aeac18fa5ad8c2f4c06079.html
https://www.qcc.com/firm/abf19aa27af29c75326047d58e334d85.html
https://www.qcc.com/firm/abf19aa27af29c75326047d58e334d85.html
https://www.qcc.com/firm/f47b845f73d14d1139078a52c1474033.html
https://www.qcc.com/firm/f47b845f73d14d1139078a52c1474033.html
https://www.qcc.com/firm/9c32fd6a0a5f65e8234de61a24b4e19f.html
https://www.qcc.com/firm/9c32fd6a0a5f65e8234de61a24b4e19f.html
https://www.qcc.com/firm/819c787846e35fd84e91f64d515815a2.html
https://www.qcc.com/firm/819c787846e35fd84e91f64d515815a2.html
https://www.qcc.com/firm/ac9e59a4c60b8601f6c5b16e9d996f98.html
https://www.qcc.com/firm/ac9e59a4c60b8601f6c5b16e9d996f98.html


 

8-1-9 

新港海岸（北京）科

技有限公司 

专注于高速传输芯片的 fabless 芯片设计，同时

提供高分辨率显示和企业系统应用的整体解决

方案 

2020 年 

辽宁中蓝电子科技

有限公司 

移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和镜头

的设计开发、生产制造与市场营销，并提供相关

产品的售后保障服务 

2020 年 

山东天岳先进科技

股份有限公司 

专注于宽禁带（第三代）半导体衬底材料的生产

商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，

产品可应用于电力电子、微波电子、光电子等领

域 

2019 年 

苏州东微半导体股

份有限公司 
公司专注于高性能、高功率半导体的研发与销售 2020 年 

宁波润华全芯微电

子设备有限公司 

专注于新型电子器件生产设备的研发、设计、销

售及售后服务 
2020 年 

无锡飞谱电子信息

技术有限公司 

专注于工业设计和仿真分析软件的研发，为芯片

设计制造、雷达探测等产品领域提供解决方案 
2021 年 

思瑞浦微电子科技

（苏州）股份有限公

司 

专注于高性能模拟芯片的设计与生产，产品广泛

应用于信息通讯、工业控制、监控安全等领域 
2019 年 

上海鲲游光电科技

有限公司 

光电科技、软件科技、智能科技领域内的技术开

发、技术咨询、技术服务、技术转让 
2019 年 

苏州锦艺新材料科

技有限公司 

集研发、生产、销售和技术服务为一体，提供高

端无机非金属粉体新材料的解决方案，可应用于

新能源、环保节能等领域 

2021 年 

无锡市好达电子股

份有限公司 

公司专注于声表面波器件的生产，可应用于手

机、通信基站、物联网等射频通讯领域 
2020 年 

常州纵慧芯光半导

体科技有限公司 

光电半导体公司，专注于高功率以及高频率

VCSEL 的设计与生产，并且为客户提供相应的

解决方案 

2020 年 

北京云道智造科技

有限公司 

专注于开发研发端工业互联网平台的设计和推

广 
2021 年 

北京天科合达半导

体股份有限公司 

主要从事第三代半导体碳化硅晶片的研发、生产

和销售 
2020 年 

北京昂瑞微电子技

术股份有限公司 

专注于射频/模拟集成电路和 SoC 系统集成电路

的开发，以及应用解决方案的研发和推广。 
2020 年 

北京科益虹源光电

技术有限公司 

拥有准分子激光技术研究、产品开发的能力；并

提供相应的技术推广、技术咨询、技术服务 
2021 年 

瀚天天成电子科技

（厦门）有限公司 

公司主要从事碳化硅外延芯片的研发、生产和销

售 
2020 年 

江苏灿勤科技股份

有限公司 

公司专注于生产陶瓷介质滤波器、介质波导滤波

器、介质谐振器、天线、腔体滤波器等产品 
2020 年 

陕西源杰半导体科

技股份有限公司 

自主研发、生产和销售从 2.5G 到 10G 的半导体

激光器芯片，产品可应用于互联网、数据中心等

产业 

2020 年 

杰华特微电子股份

有限公司 

公司专注于非隔离电源、电池管理、LED 照明、

DC/DC 转换器等产品的研发 
2019 年 

深思考人工智能机

器人科技（北京）有

限公司 

专注于类脑人工智能与深度学习等核心科技的

研发 
2019 年 

https://www.qcc.com/firm/4fcfe073af175627047d5e4ec467c72f.html
https://www.qcc.com/firm/4fcfe073af175627047d5e4ec467c72f.html
https://www.qcc.com/firm/d3a87a8bcfa5416bbf84c4fee1286ce0.html
https://www.qcc.com/firm/d3a87a8bcfa5416bbf84c4fee1286ce0.html
https://www.qcc.com/firm/b564980391aac07275943ed7494c1627.html
https://www.qcc.com/firm/b564980391aac07275943ed7494c1627.html
https://www.qcc.com/firm/9df7a428e45e59dd6700f3a60a053056.html
https://www.qcc.com/firm/9df7a428e45e59dd6700f3a60a053056.html
https://www.qcc.com/firm/0cb938bc00b57a7fd75a7b73728d0e96.html
https://www.qcc.com/firm/0cb938bc00b57a7fd75a7b73728d0e96.html
https://www.qcc.com/firm/60e31cbf509ecb998c924817ef3432e3.html
https://www.qcc.com/firm/60e31cbf509ecb998c924817ef3432e3.html
https://www.qcc.com/firm/718261f20f29a8209cc233f1b45643f6.html
https://www.qcc.com/firm/718261f20f29a8209cc233f1b45643f6.html
https://www.qcc.com/firm/718261f20f29a8209cc233f1b45643f6.html
https://www.qcc.com/firm/4fc1b9bdb32a90e93c17911d6b00a71e.html
https://www.qcc.com/firm/4fc1b9bdb32a90e93c17911d6b00a71e.html
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https://www.qcc.com/firm/3a10f0c6a8b47965f5a8a463fc0be615.html
https://www.qcc.com/firm/3a10f0c6a8b47965f5a8a463fc0be615.html
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https://www.qcc.com/firm/ea501929347ad9f5107d5de17cabca9d.html
https://www.qcc.com/firm/4bb4bca364ff9e350ac265ce39283024.html
https://www.qcc.com/firm/4bb4bca364ff9e350ac265ce39283024.html
https://www.qcc.com/firm/ce0ed895c1e4a52360f57085d07f1543.html
https://www.qcc.com/firm/ce0ed895c1e4a52360f57085d07f1543.html
https://www.qcc.com/firm/c3819197d1ccd591558f6ae192dd8bd0.html
https://www.qcc.com/firm/c3819197d1ccd591558f6ae192dd8bd0.html
https://www.qcc.com/firm/c94e7c49781e86c0a2ec8934fb23fc21.html
https://www.qcc.com/firm/c94e7c49781e86c0a2ec8934fb23fc21.html
https://www.qcc.com/firm/9f01cd6b671d18c9810cc9d74fecad7a.html
https://www.qcc.com/firm/9f01cd6b671d18c9810cc9d74fecad7a.html
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深圳中科飞测科技

股份有限公司 

公司专注于工业智能检测设备的自主研发和生

产 
2020 年 

粒界（上海）信息科

技有限公司 

公司利用已有的数字引擎，专注于实时图形渲染

以及实时大规模 3D 建模技术 
2021 年 

西安炬光科技股份

有限公司 

公司主要从事于激光行业上游的高功率半导体

期间、激光光学元器件的研发和生产及销售。 
2020 年 

数据来源：企查查，国家企业信用信息公示系统，公司官网 

由上表可知，哈勃投资围绕客户 A 产业链上下游，投资入股企业众多，为

其与供应商合作的重要方式，行业内如小米等企业均通过直接入股或者间接入股

供应商的形式，保障供应链的稳定，符合行业惯例。 

2、说明发行人产品与客户 A 其他供应商同类产品是否存在显著差异，结合

发行人与主要客户合作的背景、方式等，说明是否可能出现因主要客户采购部

门变动、调整而出现销量下滑的可能。 

（1）公司产品为通用性产品，在同类产品上不存在显著差异，但在产品线、

技术水平等方面与国际领先厂商存在差距。 

公司的存储芯片为通用性产品，产品在功能层面、标准层面与应用层面均具

有较高的通用性，因此公司产品与客户 A 其他供应商同类产品在功能、应用场

景以及应用标准方面不存在显著差异。 

与国际巨头相比，公司产品在产品线丰富度、制程以及性能方面存在一定差

距，目前公司与国际巨头同类产品对比情况如下： 

2D NAND 三星电子 铠侠 美光科技 发行人 

主要产品 SLC/MLC/TLC SLC/MLC/TLC SLC/MLC/TLC SLC NAND 

最高制程 16nm 24nm 19nm 24nm 

NOR 华邦电子 旺宏电子 兆易创新 发行人 

主要产品 DTR SPI NOR DTR SPI NOR DTR SPI NOR DTR SPI NOR 

最高制程 45nm 55nm 55nm 48nm 

DRAM 三星电子 海力士 美光科技 发行人 

主要产品 DDR5/LPDDR5 DDR5/LPDDR5 DDR5/LPDDR5 DDR3/LPDDR2 

最高制程 1z nm 1z nm 1z nm 25nm/38nm 

从制程来看，在各产品领域均与国际龙头厂商存在一定差距，2D NAND 方

https://www.qcc.com/firm/13dc12364019011de10aa2d7ca3b918e.html
https://www.qcc.com/firm/13dc12364019011de10aa2d7ca3b918e.html
https://www.qcc.com/firm/2e81caa4b0b8d9673b91a6690886fc24.html
https://www.qcc.com/firm/2e81caa4b0b8d9673b91a6690886fc24.html
https://www.qcc.com/firm/2a7d324097a3d22158ddd8b383d9ea4a.html
https://www.qcc.com/firm/2a7d324097a3d22158ddd8b383d9ea4a.html
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面，三星电子已达到 16nm，美光科技已达到 19nm 制程；NOR 方面亦落后于华

邦电子的 45nm 制程；在 DDR/LPDDR 亦全面落后于三星电子、海力士、美光科

技的 1z nm 制程。 

从产品线分布来看，公司产品线相对集中，在 2D NAND 方面主要为 SLC 

NAND，尚未涉及大容量的 MLC/TLC NAND；在 DRAM 方面，公司产品主要

为DDR3/LPDDR2，而国际先进的产品已达到DDR5/LPDDR5，仍存在较大差距。 

（2）发行人与客户 A 合作始于 2017 年，已建立长期稳定合作关系 

在与发行人合作前，客户 A 主要与国际领先企业如海力士、美光等存储芯

片公司开展合作。随着国内芯片设计公司的崛起以及供应链国产化的需求，公司

与客户 A 各业务部门开展业务合作，最早于 2017 年开始相关的业务合作、供应

商认证、产品认证等工作，并建立良好的业务合作关系，具体历程如下： 

客户名称 平台认证年度 产品认证年度 供应商认证年度 开始销售年度 

客户 A 2017 2017 2018 2018 

各年度销售情况如下： 

单位：万元 

客户名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

客户 A 23,324.50 3,720.84 584.54 - 

公司与客户 A 各业务部门独立开展业务。发行人凭借自身产品在性能特点、

工艺水平、交付周期和量产规模等方面得到客户 A 的认可，与客户 A 逐步建立

稳定的业务合作关系。 

客户 A 采购主要通过完善的采购管理体系与供应商合作，主要由 3 大部门

共同支撑：采购认证部、技术认证部、采购履行部。 

① 供应商与客户 A 采购认证部进行产品交流，确定客户采购策略、是否有

采购意向，同时对于新供应商签订商务条款及协议。 

② 确认采购意向后同步与技术认证部交流，进行送样及供应商认证。整个

验证流程持续半年左右，包括研发认证测试、器件中心测试、小批量测试。最后
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完成工艺评估后由对口技术认证部发放编码。 

③ 供应商取得编码后参与采购认证部季度招标，招标结果及标案履行情况

由采购履行部制定交货计划及订单管理。 

综上，客户 A 具备完善的采购管理体系，采购认证部、技术认证部、采购

履行部相互制约，相互监督，管理其在全球范围内庞大的供应链体系。发行人成

为客户 A 的供应商是基于发行人的技术及产品实力以及其对自身供应链战略布

局的考量；对发行人采购金额的增长是因其自身业务发展的需要以及加大国产化

配套比重的需要决定的。因此，客户 A 对发行人的采购行为，是基于其公司层

面的长远需要，不会因某个部门人员的变动而影响双方的合作关系。 

3、客户 A 采购发行人产品大幅增长是否与客户 A 子公司接洽入股存在直接

关系，发行人在客户 A 相关产品采购体系中是否发生显著变化，说明其原因及

合理性。 

2020 年 5 月，发行人进行上市前融资，哈勃投资因看好公司发展前景，进

一步加强双方合作关系，对公司展开独立尽职调查，与国开科创、青浦投资同批

入股发行人。 

在哈勃投资入股前，公司与客户 A 即已建立稳定良好的合作关系，通过相

关的平台认证、产品认证及供应商认证，各年度销售规模逐步提升。 

公司产品实现销售，需要经过单独的产品验证，并取得相应的产品代码后，

方可根据客户 A 的采购进度，逐步形成批量销售。2020 年销售额大幅提升，一

般来说，产品验证需要经过 3-6 个月时间，因此一般形成产品批量销售时间晚于

产品验证 8-12 个月，2020 年销售相关的产品验证等工作早于其入股时间（2020

年 5 月），因而销售额的大幅增长与哈勃投资入股并无直接关系。 

报告期内，客户 A 向发行人采购的产品主要集中于 NAND 及 NOR 产品，

未因哈勃投资的入股而发生显著变化。客户 A 采购发行人产品大幅增长一方面

系公司通过市场化的竞争，凭着产品稳定可靠的性能和过硬的质量，通过客户 A

的一系列认证，逐步获得客户 A 的认可，因此报告期内公司对客户 A 的销售收

入大幅增加；另一方面，由贸易摩擦以及技术限制所带来的国产替代需求，使得
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客户 A 进一步加快对本土供应链体系的建设，加大了自国内供应商采购的力度，

为发行人一类的具备竞争力的供应商提供了一定的发展机遇。 

客户 A 拥有多部门相互制约、相互监督的健全的采购决策体系，哈勃投资

作为围绕客户 A 产业链进行产业投资的部门，难以拥有跨部门的决策权，因此

哈勃投资入股发行人与客户 A 向发行人采购产品不存在直接关系，采购行为在

入股前后也不存在显著变化。 

（三）结合主要客户，说明 2020 年销售回款金额大幅提高的原因，回款金

额较大的客户情况； 

报告期内，受益于终端市场需求旺盛、国产化替代带来广阔市场、公司不断

丰富的产品系列和优化的客户结构等因素影响，公司销售规模持续增长。 

2020 年度，公司主营业务收入较 2019 年度增加 52.54%，主要系公司产品获

得平台认证数量的增加、公司与核心客户合作进一步的深入、NAND 产品随着

客户开拓的深入及市场价格回暖而形成的产品销售规模大幅增加等因素所致。在

此基础上，2020 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金较 2019 年度增长

83.50%，具体数据如下： 

单位：万元 

项目 2020 年度 2019 年度 增长率 

主营业务收入（万元） 78,262.43 51,307.81 52.54% 

销售商品、提供劳务收到的现金（万元） 81,260.92  44,284.93 83.50% 

2020 年公司前十大客户营业收入金额为 54,574.19 万元，占 2020 年度主营

业务收入的 69.73%；销售回款金额为 61,023.50 万元，占 2020 年度销售回款的

75.10%，故公司前十大客户 2020 年度销售回款与当期营业收入规模具有匹配性，

具体数据如下： 

单位：万元 

序号 客户名称 主营业务收入 销售回款 
销售回款占营

业收入的比重 

1 客户 A 23,324.50  25,797.30  110.60% 

2 客户 B 11,127.85  13,854.77  124.51% 

3 J&G Global Limited 4,497.03  4,501.75  100.10% 
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序号 客户名称 主营业务收入 销售回款 
销售回款占营

业收入的比重 

4 益登科技股份有限公司 3,313.47  3,315.19  100.05% 

5 Hailinks Electronics 3,036.39  4,120.37  135.70% 

6 
MACNICA CYTECH 

LIMITED 
2,383.15  2,397.44  100.60% 

7 增你強(香港)有限公司 1,934.36  2,130.79  110.15% 

8 
百思威（香港）科技有限公

司 
1,812.57  1,798.55  99.23% 

9 Shinden Hightex Corp 1,588.83  1,586.49  99.85% 

10 中宝科技有限公司 1,556.04  1,520.85  97.74% 

合计 54,574.19  61,023.50 111.82%  

（四）结合发行人营业成本中变动成本、固定成本主要内容，补充披露发

行人报告期亏损的原因之一为成本不具备规模优势的合理性； 

报告期内，公司主营业务成本分结构情况如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年度 2019 年度 2018 年度 

金额 比例 金额 占比 金额 比例 

原材料 48,631.52  79.70% 35,823.54  82.06% 32,563.53  82.16% 

封测费用 10,767.71  17.65% 6,294.37 14.42% 6,363.46 16.06% 

制造费用 510.30  0.84% 445.60 1.02% 707.75 1.79% 

技术服务成本 1,107.13  1.81% 1,092.52 2.50% - - 

合计 61,016.67  100.00% 43,656.03 100.00% 39,634.75 100.00% 

公司主营业务成本主要产品成本包括原材料、封测费用、制造费用。原材料

成本系经检测后的晶圆成本，封测费用系芯片的封装厂、测试厂商发生的封装测

试费用，制造费用系制造过程中发生的设备折旧、生产运营人员薪酬等间接成本。

技术服务成本主要为提供技术服务过程中发生的人员薪酬、差旅费、设备成本等，

占主营业务成本的比例较低。 

公司产品成本中，原材料及封测费用为变动成本，制造费用主要为固定成本。

其中原材料及封测费用为公司向代工厂采购，制造费用主要为公司内部人员的薪

酬及设备折旧等。 

（1）原材料及封测费用 
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①定价机制 

公司向晶圆厂商采购晶圆，并向封装测试厂商采购封装测试服务，采购价格

通常基于公司所了解的市场价格，并结合商业环境、供应商产能、公司需求量等

情况，与供应商定期谈判协商确定。 

对晶圆的采购定价主要考虑的因素包括晶圆尺寸、工艺要求、光罩层数以及

质量品质等。公司通常每季度与主要晶圆厂进行采购价格沟通谈判，并结合当前

行业景气度、产能分配情况以及公司采购需求等对晶圆采购价格进行协商调整。 

公司与主要封装测试厂商进行议价时，主要考虑的因素包括封装耗材、封装

工艺、封装尺寸、测试时间、质量要求等。公司定期与主要封装测试厂商对采购

价格进行沟通，对于重点产品按需进行议价，并结合市场情况、公司采购量等因

素协商对封装测试服务采购价格的调整。 

②采购规模对定价的影响 

在晶圆采购方面，公司主要向晶圆代工厂采购，晶圆代工厂为重资产投入行

业，主要成本包括产线设备投入、晶圆裸片及材料成本、人工投入等，其中产线

相关的设备投入巨大，形成代工厂的巨大资金壁垒。 

在同样的产线成本投入下，代工厂产品生产规模越大，工艺成熟度越高，摊

薄的固定成本越低，在向下游芯片设计公司报价时，其让利空间越大。相应地，

如下游芯片设计公司采购规模越大，则因产量提升代工厂的成本越低，对应的芯

片设计公司的采购成本因上游成本的下降而拥有更高的议价权，可以争取到更优

惠的价格。 

该规律在封装测试行业亦同样存在，芯片设计公司采购规模越大，封测厂摊

薄的固定成本将越低，议价能力越强。 

同时，代工厂定价亦随产能紧缺情况、行业景气度等市场因素影响，在行业

高景气度、产能紧张的情况下，代工厂涨价；在行业不景气、产能宽裕时，代工

厂降价幅度较小，并要求芯片设计公司保证一定量的提货。因而，市场价格因素

往往助长了该规模因素对芯片设计公司采购成本的影响。 

报告期内，公司众多产品线处于市场开拓期，整体销售规模较小，因而与上
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游代工厂议价能力较弱，成本相对较高，是公司亏损的重要原因。 

已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”

之“（一）报告期内的经营情况概述”之“2、报告期内经营成果逻辑分析”补充披

露如下： 

在晶圆采购方面，公司主要向晶圆代工厂采购，晶圆代工厂为重资产投入

行业，主要成本包括产线设备投入、晶圆裸片及材料成本、人工投入等，其中

产线相关的设备投入巨大，形成代工厂的巨大资金壁垒。因而，在同样的产线

成本投入下，产品生产规模越大，工艺成熟度越高，摊薄的固定成本越低，相

应的，下游芯片设计公司，因采购规模大，对应的采购成本因上游成本的下降

而拥有更高的议价权。在芯片封测环节亦存在上述规律。 

报告期内，公司众多产品线处于市场开拓期，整体销售规模较小，因而与

上游代工厂议价能力较弱，成本相对较高，是公司亏损的重要原因。 

（五）补充披露发行人 MCP 产品毛利率较低的原因。 

公司已在招股说明书中“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“（四）毛利

及毛利率分析”之“1、主要产品毛利率变动趋势分析”之“（4）MCP 系列产品”补

充披露如下： 

报告期内，公司 MCP 产品主要分布在 Fidelix，毛利率总体相对较低，主要

系：（1）公司 MCP 产品主要应用领域为物联网模块和智能功能手机。报告期内，

受其下游市场更新迭代的影响，公司调整产品结构，MCP 系列产品收入和毛利

率均有所下降；（2）随着电子产业链逐步由日韩地区向大中华地区转移，Fidelix

日韩地区的部分直销客户因自身业务结构调整，对公司 MCP 产品需求下降，

MCP 部分高毛利产品收入有所下滑。 

（六）发行人在对 Fidelix 首次增资时点对 Fidelix 实现控制以及纳入合并报

表范围是否符合企业会计准则规定 

2015 年 6 月，东芯半导体以受让与增资相结合的方式获得了 Fidelix 合计

25.28%的股份，成为 Fidelix 第一大股东，同时其他股东的持股比例十分分散。

东芯半导体通过行使股东表决权，控制 Fidelix 的董事会、委派代表理事、取得
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与 Fidelix 经营有关的所有重大事项的审批权等方式对 Fidelix 的重大事项决策及

日常经营管理，获得除股利以外的其他可变回报，满足企业会计准则中“控制”

的定义，纳入合并报表符合会计准则的规定。 

（七）中介机构履行的核查程序及核查结论 

1、保荐机构和会计师履行的核查程序 

（1）取得了公司销售台账，检查公司与客户 A 相关销售合同、交易明细情况； 

（2）访谈发行人高级管理人员，了解向客户 A 的供货情况； 

（3）取得了发行人与客户 A 合作情况的说明； 

（4）根据发行人销售台账，分析公司 MCP 相关的产品、客户变化情况； 

（5）取得公司明细账，检查主要客户回款情况； 

（6）查阅了《韩国法律意见书》，查询了 Fidelix 的股东大会、董事会等披露

文件及日常管理相关文件资料，访谈了共同代表理事及相关关键岗位人员，取得

了 Fidelix 公司章程、内部管理制度等； 

（7）申报会计师独立按照中国注册会计师审计准则要求对 Fidelix 公司实施审

计程序，结合 Fidelix 业务特点和准则要求，确定实际执行的重要性水平，以评

估重大错报风险并确定进一步审计程序的性质、时间安排和范围，全面执行审计

工作，重点关注对公司合并报表影响较大的会计科目，包括银行存款、应收账款、

存货、营业收入和成本、研发费用等科目。 

2、核查结论 

经核查，保荐机构和会计师认为： 

（1）客户 A 通过入股供应商加强合作关系为行业惯例，为客户 A 与供应商

深度合作的常见方式，具有一定的商业合理性； 

（2）基于公司目前的订单，因主要客户采购部门变动、调整而出现销量下

滑的可能性较低； 

（3）发行人因销售规模较小从而成本不具备规模优势的分析具有一定商业
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合理性； 

（4）公司于 2015 年 6 月 30 日取得 Fidelix 控制权，能够对 Fidelix 实施控

制，将其纳入合并范围符合企业会计准则规定。 

（5）申报会计师具有专业胜任能力，对 Fidelix 公司独立实施审计，对公司

合并报表整体获取了充分、适当的审计证据。  
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问题 2 

2、申请材料显示，（1）发行人成立于 2014 年 11 月，2015 年 6 月 30 日完

成对 Fidelix 收购及首次增资，成为 Fidelix 的控股股东，报告期存在购买 Fedelix

发明专利、支付技术服务费等交易。（2）Fidelix 在 2018-2020 年净利润分别 1667.3

万元、1417.42 万元、824.4 万元。发行人称收购整合后，Fidelix 盈利情况得到

逐步改善。（3）Fidelix 报告期内营业收入、研发费用均有所下降，曾受到韩国

证券监管机构处罚，发行人曾出现境外投资项目未向发改部门办理备案的情况。 

请发行人补充披露：（1）具体说明发行人收购 Fidelix 过程中股权收购价格

公允性，报告期内各项交易的背景、原因、作价依据及公允性 Fidelix 是否在韩

国市场披露母子公司之间专利转让等各项交易情况；（2）结合 Fidelix 向发行人

转让专利的收入及利润情况，客观分析收购整合后 Fidelix 盈利改善的主要原因，

是否来自于资产出售；（3）结合发行人与子公司处罚情况及子公司被收购后的

持续经营情况说明发行人对经营海外子公司的内控有效性和持续经营能力；请

补充说明：（4）补充穿透核查哈勃投资的股权结构情况；（5）收购 Fidelix 时第

一大股东变更的信息披露的具体情况，Fidelix 关于股利分配的权限，收购后

Fidelix 的董事会情况以及委派代表理事对发行人控制 Fidelix 的影响，安承汉和

发行人的关系及日常决策机制。 

请保荐机构和律师核查并发表明确意见 

（一）具体说明发行人收购 Fidelix 过程中股权收购价格公允性，报告期内

各项交易的背景、原因、作价依据及公允性 Fidelix 是否在韩国市场披露母子公

司之间专利转让等各项交易情况； 

公司已在招股说明书中“第五节 发行人基本情况”之“（四）发行人的控股子

公司、参股公司情况”之“（一）、控股子公司”之“3、Fidelix”补充披露如下： 

1、发行人收购 Fidelix 过程中股权收购价格公允性 

发行人于 2015 年 6 月收购安承汉、何泰华、张锡宪所持 Fidelix 合计 15.88%

的股份（对应 2,900,374 股），每股 2,923.76 韩元（折合人民币约 16.52 元），对

价为 848,000 万韩元（折合人民币约 4,792.24 万元）。 
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收购时，Fidelix 的市值约为 394.51 亿韩元（折合人民币约 2.23 亿元），公

开市场股票价格每股为 2,160 韩元（折合人民币约 12.21 元）。基于以转让方让

与对 Fidelix 的控制权为前提及参考市场估值，各方协商确定标的股份的转让对

价为 848,000 万韩元（折合人民币约 4,792.24 万元），即每股为 2,923.76 韩元（折

合人民币约 16.52 元）。 

因此，本次股权收购的价格是以转让方让与对 Fidelix 的控制权为前提，股

份转让对价中包含了公司控制权变更的溢价部分，参考市场估值，并由各方最

终基于商业谈判的结果，协商确定转让对价，定价公允。 

2、报告期内各项交易的背景、原因、作价依据及公允性 

报告期内，东芯公司与 Fidelix 的各项交易情况如下表： 

序号 类别 2020 年度（万元） 2019 年度（万元） 2018 年度（万元） 

1 
Fidelix 向东芯公司

采购商品 
 13,396.27   13,173.91   7,047.86  

2 
Fidelix 销售给东芯

公司商品 
 495.64   233.61   1,244.00  

3 

Fidelix 向东芯公司

提供的技术及授权

服务 

 254.43   3,000.44   162.58  

4 
Fidelix 向东芯公司

转让专利 
 -     -     623.58  

5 
Fidelix 向东芯公司

转让设备 
 1.32   -     343.16  

合计  14,147.65   16,407.96   9,421.18  

如上表所述，报告期内东芯公司与 Fidelix 发生的各项交易主要为购销商品、

提供技术服务及转让专利、设备，该等交易的背景、原因、作价依据及公允性

情况如下： 

（1）Fidelix 向东芯公司采购商品 

① 背景及原因 

收购前，Fidelix 多年来一直从事 DRAM 和 MCP 产品的研发、运营和销售；

此外，Fidelix 具备一定的 NAND Flash、NOR Flash 的技术储备，其 NAND Flash

处于研发阶段，NOR Flash 已实现销售。对于 DRAM、NOR 产品 Fidelix 直接



 

8-1-21 

向晶圆代工厂下达订单进行投片采购；此外，为合封 MCP，Fidelix 需采购海力

士 NAND 晶圆。 

收购后，对于 NOR Flash 产品，东芯公司拥有其主要知识产权及供应链，

Fidelix 向东芯公司采购晶圆后根据其客户需求封装后销售。对于 DRAM 产品，

因同在力积电流片，为了提升运营及沟通效率，降低沟通成本，由东芯公司向

力积电统一下单投片。此外，为合封 MCP，Fidelix 仍需采购海力士 NAND 晶

圆。 

因此，为稳定供应链体系，提升运营效率，由发行人统一向晶圆代工厂投

片及采购后再销售给 Fidelix。 

② 作价依据及公允性 

Fidelix向东芯公司主要采购NOR Flash晶圆和DRAM，Fidelix采购的NOR 

Flash 晶圆为东芯公司自主拥有知识产权的产品，其价格主要系双方参照第三方

销售价格，以采购成本为基础上浮 15%-20%确定。Fidelix 采购的 DRAM 晶圆

为 Fidelix 拥有自有知识产权的产品，其价格主要系双方综合考虑运输、资金、

管理的成本，以东芯公司采购成本为基础上浮 2%-3%确定，定价公允。 

（2） Fidelix 销售给东芯公司商品 

① 背景及原因 

报告期内，东芯公司基于国内少量客户的需求，向 Fidelix 采购了少量存储

产品，交易金额较小。 

② 作价依据及公允性 

参照 Fidelix 向第三方的销售价格作为定价依据，双方协商确定销售给东芯

公司的价格，定价公允。 

（3） Fidelix 向东芯公司提供的技术及授权服务 

① 背景及原因 

发行人收购 Fidelix 后，为了实现集团整体发展战略，根据各公司的特点及

优势对发行人与 Fidelix 的业务进行了分工及定位，故 Fidelix 将其拥有的 DRAM
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部分知识产权授权给发行人，以及为发行人提供相关的技术服务。 

② 作价依据及公允性 

东芯公司支付的 DRAM部分知识产权授权费用和技术支持费用是综合考虑

开发成本、产业化程度、技术开发难度等因素，双方协商确定授权及技术研究

开发服务费的价格，定价公允。 

（4） Fidelix 向东芯公司转让专利、设备 

① 背景及原因 

根据《韩国法律意见书》，报告期内，因发行人和 Fidelix 双方业务定位调整，

Fidelix 将其拥有的 NAND 和 NOR 相关的主要专利及相关设备转让给发行人。 

② 作价依据及公允性 

根据《韩国法律意见书》，韩国法律项下无明确规定专利及设备转让需委托

评估机构进行价值评估，由转让双方根据商业价值自行协商确定专利及设备转

让价格。因此，发行人从 Fidelix 受让的专利及设备转让价格系参考 Fidelix 受让

海力士专利价格及考虑设备的成本、价值作为定价依据，最终双方协商确定，

定价公允。 

3、Fidelix 在韩国市场已披露母子公司之间专利转让等各项交易情况 

报告期内，东芯公司与 Fidelix 发生的各项交易主要为购销商品、提供技术

服务及转让专利、设备。Fidelix 应根据韩国《资本市场及金融投资业法》（以下

简称《资本市场法》）、《资本市场法施行令》及《科斯达克市场披露规定》等相

关规定，就报告期内 Fidelix 与东芯公司发生的各项交易进行披露，具体规定及

披露情况如下： 

（1）韩国信息披露的相关规定 

根据韩国《资本市场法》第 161 条第 1 款第 7 项及《资本市场法施行令》

第 171 条第 2 款第 5 项规定，上市公司拟受让、转让的资产价格（指账面金额

与交易金额中孰高金额）达到截至最近一个会计年度末的资产总额（对于适用

韩国采用的国际会计基准编制合并财务报表的法人，系指该法人合并财务报表
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项下资产总额）的 10%以上的，应当在发生该事实之日的次日前（即 2 日内）

披露（提交主要事项报告）该事项。并且，根据韩国《科斯达克市场披露规定》

第 6 条第 1 款第 1 项第 3 目、第 2 项第 2 目（5）规定，上市公司签订或终止合

同金额达到最近一个会计年度销售额的 10%以上的单笔销售合同或供应合同，

或做出有关采购或处置总金额达到最近一个会计年度末资产总额的 10%以上的

有形资产的决定的，应当于发生该事由当日进行披露。 

此外，根据韩国《资本市场法》第 159 条第 2 款第 5 项及《资本市场法施

行令》第 168 条第 3 款第 6 项的规定，上市公司还应当在定期报告（年度/中期/

季度报告）中载明公司与其第一大股东（包括特殊关系人）或高管及职员的交

易明细。 

（2）Fidelix 就与东芯半导体的交易是否具有披露义务以及实际履行情况 

根据《韩国法律意见书》并经查询 Fidelix 公告文件，就报告期内 Fidelix

与东芯公司发生的各项交易，由于该等交易规模低于上述韩国《资本市场法》

第 161 条第 1 款第 7 项及《资本市场法施行令》第 171 条第 2 款第 5 项规定项

下应披露的交易标准，该等交易无需于发生该事由当日进行披露。 

但是，Fidelix 已根据《资本市场法》第 159 条第 2 款第 5 项及《资本市场

法施行令》第 168 条第 3 款第 6 项的规定，就报告期内 Fidelix 与东芯公司发生

的各项交易在 2018 年至 2020 年定期报告（年度/中期/季度报告）之“与利害关

系人的交易明细”章节中予以披露，并在财务报表的注释“特殊关系人交易”部分

中载明了当期及上一期其与东芯公司的主要交易内容及截至该年度末及上一个

年度末的主要债权、债务内容。 

鉴于此，就报告期内 Fidelix 与东芯公司发生的各项交易，Fidelix 已根据韩

国相关法律规定履行了披露义务。 

（二）结合 Fidelix 向发行人转让专利的收入及利润情况，客观分析收购整

合后 Fidelix 盈利改善的主要原因，是否来自于资产出售； 

公司已在招股说明书中“第五节 发行人基本情况”之“（四）发行人的控股子

公司、参股公司情况”之“（一）、控股子公司”之“3、Fidelix”补充披露如下： 
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2015 年收购完成后，Fidelix 根据公司整体规划和定位开展经营，专注于

DRAM 及 MCP 的研发和销售，持续推进产品更新迭代，并不断拓展新兴市场，

逐步实现自身的稳步发展，收入规模整体呈波动增长趋势，净利润总体有所改

善，具体数据如下： 

单位：万元 

年度 
营业收入 净利润 

金额 增长率（%） 金额 增长率（%） 

2015 年度 36,090.79 -  -3,208.62 -  

2016 年度 31,995.10 -11.35 -3,266.16 1.79 

2017 年度 32,480.05 1.52 -1,521.00 -53.43 

2018 年度 41,911.20 29.04 1,667.30 -209.62 

2019 年度 39,357.04 -6.09 205.57 -87.67 

2020 年度 35,428.40 -9.98 -824.40 -501.03 

2014 年以来，受半导体供应链及下游市场向中国转移的影响，Fidelix 面临

较大经营及资金压力，管理层寻求外部合作。收购后，Fidelix 缓解自身的资金

压力，与积极拓展市场，充分利用东芯公司提供的稳定、优质的供应链渠道，

实现自身的稳步发展。 

①收购后，Fidelix 负责 DRAM、MCP 全球范围内的销售及 NOR Flash 非

大中华地区的销售，主要客户集中于日韩、欧美等海外地区。近年来随着终端

电子产品的需求逐渐向大中华地区转移，为了开拓 MCP 产品业务，Fidelix 也逐

步扩大 MCP 产品在大中华地区的销售规模，同时欧美地区的 NOR 产品销售持

续增长。 

②东芯公司完成供应链体系的整合，提升了对供应商的采购规模和议价能

力，已逐步形成稳定、优质的供应链渠道。 

在此基础上，发行人在一体化管理、全球化运营的管理战略下，对 Fidelix

进行业务定位和整合，使其更集中于自身的优势领域，集中精力拓展日韩、欧

美等海外地区的市场，进而实现 NOR 产品等销售持续增长，自身盈利能力和水

平大幅改善。 

晶圆制造环节，东芯公司与国内规模最大的晶圆代工厂中芯国际和全球最

大的存储代工厂力积电均已保持了多年稳定的合作关系，已形成稳定、优质的
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供应链渠道，并向 Fidelix 销售 NOR 产品的晶圆用于其后续的封装测试，为

Fidelix 产能稳定提供保障。 

同时报告期内，Fidelix 在 2018 年度向东芯公司转让专利产生收入 607.99

万元，占 2018 年收入规模的 1.45%，收入及利润规模较小，2019 年度和 2020

年度不存在此类业务。 

综上所述，收购整合后 Fidelix 盈利改善主要来自于自身的经营发展，并非

来自于资产出售。 

（三）结合发行人与子公司处罚情况及子公司被收购后的持续经营情况说

明发行人对经营海外子公司的内控有效性和持续经营能力 

公司已在招股说明书中“第五节 发行人基本情况”之“（四）发行人的控股子

公司、参股公司情况”之“（一）、控股子公司”之“3、Fidelix”补充披露如下： 

1、报告期内行政处罚及整改情况 

报告期内，发行人及其子公司的行政处罚情况如下： 

序号 
被处罚 

主体 
违法行为 处罚日期 处罚机关 处罚金额 

1 Fidelix 

未按时披露关于选任谢莺

霞共同代表的事项，Fidelix

被认定违反披露要求 

2019. 6. 12 
韩国交易

所 

4,000,000 韩元

（ 约 人 民 币

2.35 万元） 

2 Fidelix 

未及时申报关于关闭美国

代表处事宜；未及时申报变

更所在地事宜，被处以过失

性罚款并被处以警告 

2019. 12. 31 
金融监督

院 

640,000 韩 元

（ 约 人 民 币

3,700 元） 

（1）因违反信息披露要求被行政处罚 

2019 年 6 月 12 日，发行人控股子公司 Fidelix 因未按时披露关于选任谢莺

霞担任 Fidelix 共同代表理事的事项，被韩国交易所认定违反披露要求，而被处

以 400 万韩元（约人民币 2.35 万元）的罚款。 

Fidelix 已积极整改，于 2019 年 5 月 21 日进行了补充披露，并加强信息披

露相关的法律法规学习，同时聘请基石 9 株式会社作为 Fidelix 的日常信息披露

的咨询服务机构，加强信息披露相关的管理。 



 

8-1-26 

（2）因违反向主管部门履行变更申报程序被行政处罚 

2019 年 12 月 31 日，发行人控股子公司 Fidelix 因未及时向主管部门申报关

于关闭美国代表处事宜及未及时申报变更所在地事宜，被金融监督院处以 64 万

韩元（约人民币 3,700 元）的过失性罚款及警告。 

Fidelix 已积极整改，并组织相关工作人员对需变更申报的事项及程序等方

面的知识进行专项学习。 

《韩国法律意见书》认为，上述行政处罚不属于可以对 Fidelix 的经营造成

重大恶劣影响的违法违规事项，均属于过失性行为，公司已及时整改，并加强

相关事项的管理。 

2、发行人对 Fidelix 相关管控的内控情况 

发行人收购 Fidelix 后，及时制定《子公司管理制度》，对子公司在公司治理、

财务管理、人力资源管理、信息披露等方面作出了规定，并通过以下方式实现

对 Fidelix 的有效管理： 

（1）通过控制 Fidelix 的董事会管理重大经营决策 

根据韩国《商法》的规定，除相关法律、Fidelix 公司章程项下的股东大会

权限事项以外，Fidelix 董事会有权决定有关执行公司重要业务的全部事项，如

“选任和解聘公司代表理事；处置及转让重要资产；发行新股（有偿增资）；发

行公司债；盈余公积转增资本、董事与公司之间交易”等事项，除董事与公司之

间交易等事项外，均以出席董事过半数通过。 

发行人于 2015 年 6 月完成收购 Fidelix 后改选了 Fidelix 的董事会，发行人

通过提名全体董事控制 Fidelix 董事会，从而对 Fidelix 日常经营的重大事项的决

策权形成了有效管控。 

（2）委派代表理事、首席财务官参与日常管理 

Fidelix 作为发行人的韩国控股子公司，在日常管理过程中，Fidelix 公司的

具体运营和执行公司重大决策由安承汉代表理事与谢莺霞共同负责。 

收购完成后，鉴于安承汉在存储芯片领域具备丰富的研发经验，即选任安
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承汉担任发行人首席科学家及董事职务，同时考虑到安承汉系 Fidelix 创始人，

也熟悉日韩及欧美半导体市场及韩国公司治理，并综合考虑收购 Fidelix 后的平

稳过渡、稳定员工心态，提名安承汉继续担任 Fidelix 代表理事。此外，因 Fidelix

业务经营需要及全面有效执行发行人集团的发展战略的需要，发行人委派谢莺

霞作为发行人的全权代表与安承汉共同参与 Fidelix 的日常经营管理。谢莺霞与

安承汉共同负责 Fidelix 的日常经营活动中的具体运营和执行公司重大决策事项，

包括但不限于代表理事负责制定 Fidelix 的年度经营计划，、包括研发战略及方向、

销售规划、采购规划、年度财务预算和决算方案、对外融资、人事整体安排及

关键岗位人员的任免、收购及出售重大资产、制定公司经营管理规章制度以及

签署定期报告等公示文件等重大事项。 

代表理事安承汉在制定年度经营计划时，与发行人代表谢莺霞通过邮件、

电话及当面会议等方式密切沟通，讨论并达成一致意见后提交董事会审议，由

董事会决议后方可实行。 

Fidelix 的首席财务官主要负责 Fidelix 财务核算、资金管理、原材料及固定

资产采购等复核及审批工作。收购 Fidelix 后，发行人委托韩国第三方人力资源

服务公司通过市场招聘首席财务官后委派至 Fidelix。 

因此，收购 Fidelix 后，发行人通过委派代表理事、首席财务官对 Fidelix

的日常经营形成有效管理。 

（3）委派代表谢莺霞参与 Fidelix 的日常经营管理，强化日常管理 

鉴于谢莺霞拥有近二十年的公司管理经验，因 Fidelix 业务经营需要及全面

有效执行发行人集团的发展战略的需要。收购 Fidelix 后，发行人委派谢莺霞担

任 Fidelix 的董事，并作为发行人的全权代表参与 Fidelix 的日常经营管理，虽然

未登记为 Fidelix 代表理事，但是在 Fidelix 日常经营活动中与安承汉共同决策相

关重大事项，具体体现为： 

①关于制定 Fidelix 的年度经营计划，包括：研发战略及方向、销售采购规

划、年度财务预算和决算方案等事项，各部门上报部门年度计划后提交安承汉，

由安承汉和谢莺霞共同制定公司年度经营计划，并提交董事会审阅后获得执行
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确认，安承汉和谢莺霞共同负责执行经营计划； 

②关于 Fidelix 的对外融资，由首席财务官制定融资方案，安承汉和谢莺霞

共同确认后提交董事会决议，再由安承汉和谢莺霞共同负责签署融资合同及执

行融资具体事宜； 

③关于 Fidelix 设计部、生产运营部、首席财务官、测试部、销售部、项目

管理部等关键岗位人员的任免、晋升、调薪等，董事会无异议，由安承汉和谢

莺霞共同决定； 

④关于 Fidelix 在经营过程中单笔采购金额超过 100 万韩元但未超过 2 亿韩

元的由安承汉决定，单笔采购金额 2 亿韩元以上的由安承汉和谢莺霞共同确定

方案，再提交董事会决议。 

因此，收购完成后，发行人通过控制 Fidelix 董事会、向 Fidelix 委派代表理

事及委派代表参与 Fidelix 日常经营管理，对 Fidelix 的日常经营能够形成有效管

理。 

综上，发行人已按照《子公司管理制度》等相关规定建立健全了完整的、

合理的内部控制制度和机制，保证了对子公司管理内部控制的有效性。 

3、收购前后 Fidelix 持续经营情况 

收购后，发行人通过对 Fidelix 研发、运营、销售等环节的全方位的整合，

充分发挥境内外公司的优势，形成协同效应，Fidelix 公司具备完善的供产销能

力，具备较强的持续经营能力。 

（1）业务整合情况 

目前发行人与 Fidelix 在研发、运营、销售等经营环节的具体定位如下： 

公司名称 研发 
运营 

销售 
晶圆采购 封装测试 

东芯公司
注 1

 NAND/NOR 

主要负责 NAND、

NOR和DRAM产

品的晶圆采购 

主要负责东芯品

牌产品的封装测

试 

东芯品牌产品销

售，主要在大中华

地区 

Fidelix DRAM/MCP - 

主要负责 Fidelix

品牌产品的封装

测试 

Fidelix 品牌产品

销售，主要在非大

中华地区 
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注 1：“东芯公司”本处特指东芯上海、东芯香港、东芯南京及 Nemostech 

具体整合情况如下： 

①技术整合情况 

收购前，Fidelix 拥有 NAND、NOR、DRAM 和 MCP 的知识产权；收购后，

Fidelix 主要从事 DRAM 和 MCP 产品的研发，故而将 NAND 和 NOR 相关的主

要知识产权均转让给东芯公司。 

②客户整合情况 

收购前，Fidelix 主要从事 DRAM 和 MCP 的销售，凭借多年在国外市场的

开拓，在海外地区积累了丰富的客户资源，其相关产品的主要客户分布于日韩、

欧美等地区。同时 Fidelix 销售少量的 MCP 产品至大中华地区。65nm NOR 产

品处于市场拓展阶段，销售规模较小，NAND 处于研发阶段，尚未形成销售。 

收购后，Fidelix 负责 DRAM、MCP 全球范围内的销售及 NOR Flash 非大

中华地区的销售，主要客户集中于日韩、欧美等海外地区。近年来随着终端电

子产品的需求逐渐向大中华地区转移，为了开拓 MCP 产品业务，Fidelix 也逐步

扩大 MCP 产品在大中华地区的销售规模。 

③供应商整合情况 

芯片设计公司主要供应商为晶圆代工厂和封装测试厂。 

收购前，Fidelix 主要从事 DRAM 和 MCP 的研发和销售，NOR Flash 实现

了部分销售。对于晶圆代工厂，DRAM 产品主要由台湾力积电进行代工，NOR 

Flash 产品主要由韩国东部高科进行代工。 

收购后，东芯公司对于晶圆代工厂进行统一管理，Fidelix 根据自身需求规

划向东芯股份或东芯香港下单进行投片生产。具体而言，对于晶圆代工厂，

DRAM 产品主要仍由台湾力积电进行代工；NOR Flash 产品，东芯公司拥有其

主要知识产权及供应链，Fidelix 向东芯公司采购晶圆后根据其客户需求封装后

销售。此外，因合封 MCP 需要，Fidelix 采购海力士 NAND 晶圆。 

收购前后，Fidelix 均委托 AT semicon、南茂科技等公司进行封装测试。 
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综上，通过收购后整合，Fidelix 具备完整清晰的知识产权，健全的研发体

系，独立的客户体系，并拥有完善的运营团队，供产销体系健全，拥有独立的

经营能力。 

（2）经营业绩情况 

收购后，Fidelix 单体报表的主要财务数据如下： 

单位：万元 

年度 
营业收入 净利润 

金额 增长率（%） 金额 增长率（%） 

2015 年度 36,090.79 -  -3,208.62 -  

2016 年度 31,995.10 -11.35 -3,266.16 1.79 

2017 年度 32,480.05 1.52 -1,521.00 -53.43 

2018 年度 41,911.20 29.04 1,667.30 -209.62 

2019 年度 39,357.04 -6.09 205.57 -87.67 

2020 年度 35,428.40 -9.98 -824.40 -501.03 

由上表可知，收购后 Fidelix 销售规模保持稳定，盈利情况整体得到逐步改

善。 

综上，Fidelix 具备健全的供产销体系，经营业绩保持稳定，具备较强的持

续经营能力。 

（四）补充穿透核查哈勃投资的股权结构情况 

经核查，截至本回复出具之日，哈勃投资的注册资本为 300,000 万元人民币，

由华为投资控股有限公司（以下简称“华为控股”）持有 100%股权，哈勃投资的

股权结构及股东穿透情况如下： 
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结合国家企业信用信息公示系统、企查查等数据平台的公开信息对其股东信

息、出资比例进行交叉复核，以及哈勃投资于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于哈

勃投资股东穿透情况的说明》，说明：华为投资控股有限公司持有哈勃投资 100%

的股权。其中，华为投资控股有限公司是由员工 100%持有的企业，股东为华为

投资控股有限公司工会与任正非。华为投资控股有限公司通过华为投资控股有限

公司工会实行员工持股计划，参与人均为华为投资控股有限公司员工，没有任何

政府部门、机构持有华为投资控股有限公司的股权。 

根据哈勃投资填写的股东调查表确认：（1）哈勃投资是所持发行人股份的

实际持有人；（2）哈勃投资持有的发行人股份不存在受委托持股的情况或代持

股情况或类似安排。 

根据哈勃投资于 2021 年 2 月 26 日出具的书面说明，其确认：（1）不存在

中国法律法规规定禁止哈勃投资持有发行人股份的情形；（2）哈勃投资唯一股

东为华为投资控股有限公司，无其他股东；（3）哈勃投资不存在以发行人股权

进行不当利益输送的情形。 

根据华为投资控股有限公司 2021 年 3 月发布的《2020 年年度报告》，其通

过工会实行员工持股计划，员工持股计划参与人数为 121,269 人（截至 2020 年

12 月 31 日），参与人均为公司员工。 

鉴于此，发行人和中介机构就对哈勃投资进行股东核查履行的核查手段充分
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合理，符合《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管

规则适用指引——发行类第 2 号》等相关指引的要求。 

（五）收购 Fidelix 时第一大股东变更的信息披露的具体情况，Fidelix 关于股

利分配的权限，收购后 Fidelix 的董事会情况以及委派代表理事对发行人控制

Fidelix 的影响，安承汉和发行人的关系及日常决策机制。 

1、收购 Fidelix 时第一大股东变更的信息披露的具体情况 

根据韩国《公平交易法》《科斯达克市场披露规定》等相关规定，韩国无实

际控制人的明文规定。因此，在收购时，韩国上市公司 Fidelix 公告文件中仅需

披露第一大股东变更的相关信息，无需披露实际控制人的相关信息。 

根据韩国《科斯达克市场披露规定》第 6 条第 1 款第 3 项第 1 目（9）①规

定，科斯达克市场上市法人发生下列情形之一的，应当将该等事实或者决定内容

于发生该等事由当日向交易所进行申报，如果因不得已的事由按照细节规定进行

申报的，视为于当日进行申报：上市公司第一大股东发生变更应于股份转让交易

交割（第一大股东发生变更）之日公告，就第一大股东变更或者发生经营权变动

签订、解除或取消下列各项合同之一的：①伴随第一大股东变更的股份转让合同

等（包括预约买卖等方法）或者以任免高管、修改章程等变更经营权为目的的合

同或者包含与此类似内容的合同等。 

韩国《科斯达克市场披露规定》第 6 条第 1 款第 3 项第 1 目（1）规定，上

市公司第一大股东发生变更应于股份转让交易交割（第一大股东发生变更）之日

公告第一大股东发生变更的事项。 

韩国《资本市场法》第 147 条第 1 款规定，大量持有股票上市法人的股份等

的投资者（本人及其特殊关系合计持有该法人发行股份总数 5%以上股份的情形）

实际取得 5%以上股份的，应当在取得之日起 5 个工作日内按照总统令规定的方

法向金融委员会和交易所报告（即披露）其持有情况、持有目的、持股等相关主

要合同内容，以及其他总统令规定的事项。并且，其持有股份等发生 1%以上变

动时，应当在发生之日起 5 个工作日内按照总统令规定的方法向金融委员会和交

易所报告其变动内容（下称 5%权益报告）。 
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韩国《资本市场法》第 173 条第 1 款规定，投资者取得上市公司 10%以上股

份并成为主要股东，或者投资者成为主要股东后所持股份发生变动时，应当自发

生报告义务之日（如果投资者认购新股时，则为支付认购价款的次日起算；如果

投资者老股收购时，则为交易交割日起算）起 5 个工作日内公告（下称 10%权益

报告）。 

韩国《资本市场法施行令》第 153 条第 3 款第 4 项规定，大量持有股份等的

股东须报告其股份等持有情况或者变动内容的，其报告基准日以下列各项日期为

准：4）在证券市场外取得股份等的，以合同签订日为准。 

此外，根据韩国《资本市场法》第 161 条第 1 款第 5 项及《资本市场法施行

令》第 171 条第 1 款第 1 项规定，上市公司董事会作出增资相关决议的，应当在

作出决议的次日前向金融委员会提交载明该决议的主要事项报告书，且根据《科

斯达克市场披露规定》第 6 条第 1 款第 2 项第 1 目①规定，上市公司作出增资相

关决议的，应当于当天完成披露。 

根据上述规定，韩国科斯达克上市公司股份转让致第一大股东发生变更时，

应于该事由发生当日披露股份转让合同签订公告及第一大股东发生变更的公告。

投资者在证券市场以外签订取得目标公司 5%以上股份合同的情形，应自签订股

份转让合同之日起 5 个工作日内公告；持股 5%以上的股东因认购新股致持股比

例发生变动时，且其持有股份发生 1%以上变动时，应于支付认购价款的次日起

5 个工作日内披露 5%权益报告；持股 10%以上的股东因认购新股致持股比例发

生变动时，应于支付认购价款的次日起 5 个工作日内披露 10%权益报告。 

基于此，发行人于 2015 年收购 Fidelix 时，Fidelix 及发行人履行了相应信息

披露义务，披露的具体内容如下： 

披露日期 公告名称 披露义务人 披露内容摘要 

2015-4-22 

签订导致第一大

股东发生变更的

股份转让合同 

Fidelix 

安承汉等 3 人与东芯半导体签订了转让 Fidelix 股

份 2,900,374 股的合同，Fidelix 的第一大股东拟变

更为东芯半导体 

2015-4-22 有偿增资决议 Fidelix Fidelix 决定向东芯半导体发行新股 2,300,000 股 

2015-6-30 
第一大股东发生

变更 
Fidelix 

随着合同当事人对导致第一大股东发生变更的股

份转让合同（2015 年 4 月 22 日签订）履行完毕，

且认购方也已缴纳定向增发有偿增资的认购价款
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完毕（2015 年 6 月 30 日），Fidelix 的第一大股

东发生了变更 

2015-4-28 

股份等的大量持

有 情 况 报 告 书

（5%权益报告） 

发行人 
东芯半导体已签订关于认购 Fidelix15.88%股份的

场外股份转让合同 

2015-7-3 

股份等的大量持

有 情 况 报 告 书

（5%权益报告） 

发行人 

东芯半导体的持股比例通过签订场外股份转让合

同及有偿增资取得新股变更为 25.28%（原持股比

例为 15.88%） 

2015-7-3 

高管、主要股东的

特定证券等持有

情况报告（10%权

益报告） 

发行人 
东芯半导体的持股比例通过场外交易及有偿增资

取得新股变更为 25.28% 

因此，收购时，Fidelix 及发行人均已根据韩国法律法规的规定，履行了信息

披露义务。 

2、Fidelix 关于股利分配的权限 

根据韩国《商法》及 Fidelix《公司章程》的相关规定，公司的股利分配事项

原则上由股东大会通过决议实施，但若董事会批准了满足相关条件下的财务报表

后可由董事会通过决议实施。具体规定如下： 

韩国《商法》第 462 条第 2 款规定及 Fidelix《公司章程》第 55 条第 4 款规

定，原则上 Fidelix 应当经股东大会决议实施利润分配。但是，Fidelix 根据《公

司章程》第 52 条第 6 款的规定批准财务报表的，Fidelix 可以由董事会决议实施

利润分配。 

根据韩国《商法》及 Fidelix《公司章程》的相关规定，Fidelix 的股东大会

决议经出席股东过半数赞成票及发行股票总数四分之一以上通过即可实施，而发

行人系唯一持有 Fidelix 的比例超过四分之一的股东。此外，Fidelix 的董事会决

议经出席董事过半数通过即可发生效力，Fidelix 的全体董事均由发行人提名。因

此，发行人通过行使股东表决权及控制董事会对 Fidelix 利润分配事项可以起到

实质性决定作用。 

Fidelix 根据《公司章程》第 52 条第 6 款的规定批准财务报表需满足如下条

件：公司每季度末、中期末及年度末的财务报表被第三方审计机构出具了无保留

的审计意见及获得全体监事的同意。 
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基于此， Fidelix 公司的股利分配事项原则上由股东大会通过决议实施，但

若满足上述条件时可由董事会通过决议实施。 

3、收购时 Fidelix 的董事成员情况以及代表理事对控制的影响 

（1）收购前后 Fidelix 董事会人员情况 

发行人于 2015 年 6 月完成收购 Fidelix 后改选了 Fidelix 的董事会，发行人

通过提名全体董事控制 Fidelix 董事会，从而对 Fidelix 日常经营的重大事项的决

策权形成了实际控制，且自收购完成之日起至今 Fidelix 的董事会成员未发生变

化。经核查，发行人收购前后 Fidelix 董事会人员构成、人数、提名任免情况如

下： 

收购前 收购后 

姓名 职务 董事人数 提名人 董事姓名 职务 董事人数 提名人 

安承汉 代表理事 

4 名 

安承汉 安承汉 共同代表

理事 
4 名 

发行人 

张锡宪 董事 安承汉 谢莺霞 发行人 

何泰华 董事 安承汉 蒋学明 董事 发行人 

韩永哲 独立董事 安承汉 郑莲 独立董事 发行人 

注：Fidelix 董事会于 2019 年 5 月选任安承汉与谢莺霞担任共同代表理事，2019 年 5 月

之前由安承汉担任代表理事。 

（2）收购后委派代表理事情况 

根据韩国《商法》及 Fidelix《公司章程》规定，韩国中小型公司代表理事由

董事会选举产生，相当于境内公司法定代表人、董事长及总经理，对外代表公司，

以公司名义出具文件，对内负责公司的具体运营和执行公司重大决策。 

发行人于 2015 年 6 月收购 Fidelix 后，鉴于安承汉在存储芯片领域具备丰富

的研发经验，即选任安承汉担任发行人首席科学家及董事职务，同时考虑到安承

汉系 Fidelix 创始人，也熟悉日韩及欧美半导体市场及韩国公司治理，并综合考

虑收购 Fidelix 后的平稳过渡、稳定员工心态，提名安承汉继续担任 Fidelix 代表

理事。同时，发行人委派谢莺霞担任 Fidelix 的董事，并作为发行人的全权代表

参与 Fidelix 的日常经营管理，虽然未登记为 Fidelix 代表理事，但是在 Fidelix

日常经营活动中与安承汉共同决策相关重大事项。 

2019 年 5 月至今，发行人搭建了集团统一的供应链体系，由发行人统筹晶
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圆的采购，为便于谢莺霞以 Fidelix 代表身份与晶圆代工厂对接为 Fidelix 采购晶

圆的具体事宜。同时，也综合考虑谢莺霞及安承汉二人经过近 4 年时间的合作，

对于 Fidelix 的日常经营管理已达成默契和共识，故发行人委派谢莺霞和安承汉

担任 Fidelix 共同代表理事。 

（3）安承汉和谢莺霞共同决策机制 

发行人收购 Fidelix 后，Fidelix 日常经营活动中的具体运营和执行公司重大

决策事项均由安承汉与谢莺霞共同负责。为完善 Fidelix 内部管理机制及保障实

现共同决策的目标，Fidelix 制定了内部管理制度，规定了安承汉和谢莺霞的共同

决策行为，对具体的决策事项进行了分工等，具体情况如下： 

重大事项 共同决策过程 

年度经营计划 

各部门上报部门年度计划后提交安承汉，由安承汉和谢莺霞共同制定公司

年度经营计划，并提交董事会审阅后获得执行确认，安承汉和谢莺霞共同

负责执行经营计划 

对外融资 
由首席财务官制定融资方案，安承汉和谢莺霞共同确认后提交董事会决议，

再由安承汉和谢莺霞共同负责签署融资合同及执行融资具体事宜 

关键岗位员工录用、

考核、调薪 

对于设计部、生产运营部、首席财务官、测试部、销售部、项目管理部等

关键岗位人员的录用、考核、调薪，董事会无异议，由安承汉和谢莺霞共

同决定 

收购及出售重大资

产 

在经营过程中单笔采购金额超过 100 万韩元但未超过 2 亿韩元的由安承汉

决定，单笔采购金额 2 亿韩元以上的由安承汉和谢莺霞共同确定方案，再

提交董事会决议 

制定公司经营管理

规章制度 

各部门上报部门相关管理制度后提交安承汉，由安承汉和谢莺霞共同制定

并提交董事会确认 

签署定期报告等公

示文件 

定期报告等对外公示的文件除韩国相关规定明确需事先获得董事会决议事

项外，均由安承汉和谢莺霞共同签署 

其他日常管理工作 普通员工的录用、考核、调薪、请假及其他日常管理工作由安承汉负责 

财务管理 

首席财务官的选任由董事会提名，安承汉和谢莺霞共同决定，首席财务官

负责 Fidelix 财务核算、资金管理、原材料及固定资产采购等复核及审批工

作 

根据安承汉和谢莺霞的书面确认，两位对 Fidelix 日常经营涉及的重大事项

共同决策时，主要通过电子邮件、电话及当面会议等方式进行沟通，双方讨论并

达成一致意见后再提交董事会审议或实施，符合 Fidelix 的内部管理制度，双方

未发生过争议的情况。 

（4）通过委派董事会成员及代表理事对发行人控制 Fidelix 的影响 
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根据韩国《商法》的规定，除相关法律、Fidelix 公司章程项下的股东大会权

限事项以外，Fidelix 董事会有权决定有关执行公司重要业务的全部事项，如“选

任和解聘公司代表理事；处置及转让重要资产；发行新股（有偿增资）；发行公

司债；盈余公积转增资本、董事与公司之间交易”等事项，除董事与公司之间交

易等事项外，均以出席董事过半数通过。收购后，发行人改选了 Fidelix 的董事

会，发行人通过提名全体董事控制 Fidelix 董事会，从而对 Fidelix 日常经营的重

大事项的决策权形成了实际控制。 

此外，考虑到安承汉系 Fidelix 创始人，也熟悉日韩及欧美半导体市场及韩

国公司治理，并综合考虑收购 Fidelix 后的平稳过渡、稳定员工心态，发行人于

2015 年 6 月收购 Fidelix 后，在 2015 年 7 月至 2019 年 4 月期间，委派安承汉担

任 Fidelix 代表理事；2019 年 5 月至今，委派谢莺霞及安承汉担任共同代表理事。 

发行人收购 Fidelix 后，制定了集团整体发展战略，全面统筹旗下公司的研

发、运营、销售等核心经营环节，并根据各公司的特点及优势进行了分工及定位；

此外，东芯半导体搭建了集团统一的生产运营体系，并与晶圆代工厂建立了长期

稳定的战略合作关系，统筹晶圆采购。Fidelix 作为发行人的韩国控股子公司，在

日常管理过程中，Fidelix 公司的具体运营和执行公司重大决策由安承汉与谢莺霞

共同负责，如制定 Fidelix 的年度经营计划、对外融资、人事整体安排及关键岗

位人员的任免、收购及出售重大资产、制定公司经营管理规章制度以及签署定期

报告等公示文件等重大事项，由安承汉与谢莺霞共同负责并达成一致意见后提交

董事会审议，由董事会决议后方可实行。 

综上，发行人通过控制 Fidelix 董事会、向 Fidelix 委派代表理事参与 Fidelix

日常经营管理，对 Fidelix 的日常经营能够形成有效控制。 

4、安承汉和发行人的关系及日常决策机制 

安承汉担任发行人首席科学家及董事职务，同时，发行人委派安承汉和谢莺

霞担任 Fidelix 共同代表理事职务。 
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收购后，Fidelix 日常经营活动中的具体运营和执行公司重大决策事项均由安

承汉与谢莺霞共同负责。安承汉与发行人之间对 Fidelix 的重大事项的决策机制

具体体现为： 

①关于制定 Fidelix 的年度经营计划，包括：研发战略及方向、销售采购规

划、年度财务预算和决算方案等事项，各部门上报部门年度计划后提交安承汉，

由安承汉和谢莺霞共同制定公司年度经营计划，并提交董事会审阅后获得执行确

认，安承汉和谢莺霞共同负责执行经营计划； 

②关于 Fidelix 的对外融资，由首席财务官制定融资方案，安承汉和谢莺霞

共同确认后提交董事会决议，再由安承汉和谢莺霞共同负责签署融资合同及执行

融资具体事宜； 

③关于 Fidelix 设计部、生产运营部、首席财务官、测试部、销售部、项目

管理部等关键岗位人员的任免、晋升、调薪等，董事会无异议，由安承汉和谢莺

霞共同决定； 

④关于 Fidelix 在经营过程中单笔采购金额超过 100 万韩元但未超过 2 亿韩

元的由安承汉决定，单笔采购金额 2 亿韩元以上的由安承汉和谢莺霞共同确定方

案，再提交董事会决议； 

此外，关于 Fidelix 首席财务官的任免，由发行人委托韩国第三方人力资源

服务公司通过市场招聘后委派至 Fidelix。 

因此，发行人通过委派安承汉和谢莺霞担任 Fidelix 的共同代表理事，安承

汉对 Fidelix 重大事项的决策与发行人保持一致。 

（四）中介机构履行的核查程序及核查结论 

1、保荐机构和律师履行的核查程序 

（1）取得了韩国太平洋律师事务所出具的法律意见书； 

（2）取得了发行人收购 Fidelix 股权的交易协议及付款凭证； 

（3）查询了 Fidelix 于 2015 年 4 月份股票市场价格情况 
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（4）查阅了发行人境外子公司相关行政处罚的文件、资料； 

（5）访谈公司管理层，了解收购、整合相关的原因、合理性； 

（6）访谈 Fidelix 公司代表理事安承汉，了解收购后的经营情况及业绩波动

的相关原因； 

（7）查阅收购前后 Fidelix 公司的相关财务报表； 

（8）取得了发行人制定的《子公司管理制度》； 

（9）取得了东芯公司与 Fidelix 交易的明细表、交易合同。 

（10）查询了国家企业信用信息公示系统网站、企查查网站，了解哈勃投资

的股权结构情况； 

（11）查阅了华为投资控股《2020 年年度报告》及《2021 年度第一期中期

票据募集说明书》，了解哈勃投资及其股东的基本情况； 

（12）取得了哈勃投资填写的股东调查表及书面说明； 

（13）查阅了 Fidelix《公司章程》。 

2、核查结论 

经核查，保荐机构和发行人律师认为： 

（1）发行人收购 Fidelix 过程中股权收购价格公允，报告期内各项交易的背

具备合理性，定价公允，并已在韩国市场披露母子公司之间专利转让等各项交易

情况； 

（2）Fidelix 盈利改善主要源于经营情况的逐步改善，而非来自于资产出售； 

（3）发行人对境外子公司的内部控制健全有效，具备持续经营能力。 

（4）发行人和中介机构就对哈勃投资进行股东核查履行的核查手段充分合

理，符合《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规

则适用指引——发行类第 2 号》等相关指引的要求； 
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（5）Fidelix 的股利分配事项原则上由股东大会通过决议实施，但若董事会

批准了满足相关条件下的财务报表后可由董事会通过决议实施； 

（6）收购时，Fidelix 及发行人均已根据韩国法律法规的规定，履行了信息

披露义务； 

（7）发行人通过控制 Fidelix 董事会、向 Fidelix 委派代表理事参与 Fidelix

日常经营管理，对 Fidelix 的日常经营能够形成有效控制； 

（8）安承汉对 Fidelix 重大事项的决策与发行人保持一致。 
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（本页无正文，为《关于东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市发行注册环节反馈意见落实函的回复》之盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

东芯半导体股份有限公司 

年   月   日 
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发行人董事长声明 

本人承诺本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 

 

 

 

 

 

 

董事长：             

           蒋学明 

 

 

 

 

 

 

 

东芯半导体股份有限公司 

年   月   日 
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（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于东芯半导体股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签字盖

章页） 

 

 

保荐代表人签名：_______________      _________________ 

张  坤                陈  城 

 

 

保荐机构董事长签名：_________________ 

周  杰 

 

 

 

 

海通证券股份有限公司 

年   月   日 
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 声  明 

本人已认真阅读东芯半导体股份有限公司本次注册环节反馈意见落实函回

复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流

程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本次注册环节反馈意见落实函

回复报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实

性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 

 

 

 

保荐机构董事长签名：________________ 

周  杰 

 

 

 

 

 

海通证券股份有限公司 

 

年   月   日 
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